’Lokalthema Steckverbinder

Einer fur Alle

Energie, Signale und Daten in einem Installationssystem

Durchgéngiges System zur Ubertragung von
Energie, Signalen und Daten.

Weidmiiller prisentierte auf der diesjih-
rigen SPS/IPC/Drives ein durchgingiges
Installationssystem fiir die Ubertragung
von Energie, Signalen und Daten im Auto-
mobilbau gemdfl den Anforderungen der
Aida Deut
scher Automobilhersteller). Das Plug-and

(Automatisierungsinitiative

Play-Installationssystem fiir die Roboter
verkabelung ist durchgingig konzipiert
und entspricht der Verkabelungsrichtlinie
fir Profinet. , Mit der Roboterverkabelung
gemal Aida setzt Weidmiiller erneut Maf-

Hoch stapeln
Mosfet trifft Feinleiter

Baugruppe einer Motor-Steuerung mit Mosfets.

Fiir die Entwicklung einer Motorsteuerung
zweier  Gleichstromantriebsmotoren in
einem Gabelstapler griff man bei Test-
Fuchs zur neuen HSMStec-Technologie
von Hiusermann. ,Wir hatten die Anfor-
derung, Strome von 200 Ampere und mehr
auf einer Lage mit feinen Leiterstrukturen
fiir die Steuerung zu realisieren” erklirt
Elektronik-Entwick-

lungsleiter bei Test-Fuchs. Das urspriing-

Andreas Strohmer,

liche Losungskonzept mit zwei getrennten
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stabe in der Verbindungstechnik®, erklart
Prok. Josef Kranawetter von Weidmiiller.
»Erstmals konnen die Basiselemente der
industriellen Automation per Plug and
Play in nur einem Steckverbindersystem
realisiert werden.”

Durch die aufeinander abgestimmten
Einzelsteckkomponenten fiir die Verdrah-
tung der Schlauchpakete reduziert sich
der Montageaufwand auf 50 Prozent. Die
sind

neuen  Push-Pull-Steckverbinder

Bestandteil des neuen Energie-Signale
Daten-Installationssystems. Der neue Ver-
kabelungsstandard besteht aus Steckver-
bindern der Variante 14, ausgestattet mit
zwei verschiedenen Einsitzen fiir Daten
und Signale und dem Push-Pull-Steckver
binder fiir Energie. Dazu kommen eine
Doppelanschlussdose fiir 24-Volt-Energie
und Daten (Ethernet) sowie eine Ein
fachanschlussdose fiir Signale. Steckver
binder und Anschlussdosen sind mit

RJ45-Modulen

Verwendung von RJ45-Modulen mit Stea-

ausgestattet. Durch die
dytec-Technologie wird die Anzahl der

Steckstellen in einem Channel erhéht.

Baugruppen fiir Steuer- und Leistungselek-
tronik geniigte den minimierten Platzan-
forderungen nicht und war zu anfillig ge-
gen Umwelteinflisse. Im HSMtec-Layout
sind die Leiterbahnen zu den einzelnen
Mosfets fiinf Millimeter breit und jeweils
mit einem vier Millimeter breiten Kupfer-
profil fiir 50 Ampere verstirkt. So konnte
der notwendige Kupferquerschnitt bis zu
den Anschliissen der Mosfets in die 70 Mi-
krometer diinne KupferauBenlage inte-
griert werden, wo sich auch die Steuerelek-
tronik mit SMD-Bauteilen befindet. Bei
einer Umgebungstemperatur von 60 Grad
lie sich die Erwirmung der Hochstrom-
leiterbahnen durch integrierte Kupferpro-
file auf 40 Grad begrenzen. Steuerelektro-
nik und grofle Querschnitte bis hin zu
engen Bauteilanschliissen sind in einer
Schaltung vereint. ,Urspriinglich hatten
wir an eine Lésung mit 210 Mikrometer

Dickkupfertechnologie gedacht. Die gefer-

»Neue MaBstabe in
der Verbindungstech-
nik": Prok. Josef Kra-
nawetter, Weidmidiller

in Wiener Neudorf.

Die Profinet-Spezifikation sieht eine Be
grenzung von maximal sechs Steckstellen
vor. Jede zusitzliche Steckstelle in einem
Kategorie-5-Channel erhiht die elek-
trischen Verluste und beeintrichtigt die
gesamte Ubertragungsstrecke. Die einge-
setzten RJ45-Komponenten der Kategorie
6A besitzen gegeniiber Kategorie-5-Kom-
ponenten eine deutlich hohere Systemre-
serve. Der Steckverbinder fiir die Energie-
leitungen ist mit einem fiinfpoligen
Einsatz fiir 16 Ampere ausgestattet, der Si
gnalsteckverbinder mit einem zehnpo

ligen Hybrideinsatz. (stu) [ ]
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»Mit SMD-Layout nicht
realisierbar": Andreas
Strohmer, Test-Fuchs
in GroB Giegharts.

tigten Muster haben allerdings gezeigt, dass
die feinen Leiterbahnen fiir die Steuerelek-
tronik mit dem SMD-Layout nicht reali-
sierbar waren und massive Probleme beim
Loten auftraten®, so Strohmer. Im HSMtec-
Verfahren werden externe Kupferteile mit-
tels Ultraschallverbindung direkt auf das
Basiskupfer aufgetragen. Dies erfolgt selek-
tiv an den Stellen der Leiterplatte, wo hohe
elektrische Strome fliefRen. (stu) [ ]
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